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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月29日(2010.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の集積回路を内部に有する第１の半導体チップと、
　第２の集積回路を内部に有する第２の半導体チップと、
　振動部及び前記振動部を囲む枠部を有する圧電振動片と、
　前記振動部に形成された励振電極と、
　を有し、
　前記励振電極は、前記第１及び第２の半導体チップの少なくともいずれか一方と電気的
に接続され、
　前記圧電振動片は、前記第１及び第２の半導体チップの間に配置され、
　前記圧電振動片の前記枠部は、厚み方向において対向する第１および第２の接合面を有
し、
　前記枠部の前記第１の接合面が前記第１の半導体チップの一方の面に接合され、
　前記枠部の前記第２の接合面が前記第２の半導体チップの一方の面に接合されてなる圧
電デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載された圧電デバイスにおいて、
　前記枠部は、前記厚み方向において対向する第１および第２の面を有し、
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　前記枠部には前記第１の面に第１の凸部が形成され、前記第１の凸部の前記厚み方向の
端面が前記第１の接合面とされ、
　前記枠部には前記第２の面に第２の凸部が形成され、前記第１の凸部の前記厚み方向の
端面が前記第２の接合面とされてなる圧電デバイス。
【請求項３】
　請求項２に記載された圧電デバイスにおいて、
　前記第１の半導体チップは、前記第１の集積回路に電気的に接続された第１の電極を有
し、
　前記第２の半導体チップは、前記第２の集積回路に電気的に接続された第２の電極を有
し、
　前記励振電極は、第１及び第２の励振電極からなり、
　前記枠部の前記第１の面上に形成され、前記第１の励振電極と電気的に接続され、前記
第１及び第２の電極の少なくともいずれか一方の電極に電気的に接続されている第１の接
続部を有する第１の配線と、
　前記枠部の前記第２の面上に形成され、前記第２の励振電極と電気的に接続され、前記
第１及び第２の電極の少なくともいずれか一方の電極に電気的に接続されている第２の接
続部を有する第２の配線と、
を有する圧電デバイス。
【請求項４】
　請求項３に記載された圧電デバイスにおいて、
　前記第１の凸部は、第１の切り欠きを有して前記振動部を囲む形状をなし、前記第１の
切り欠きの位置を前記第１の配線が通り、
　前記第２の凸部は、第２の切り欠きを有して前記振動部を囲む形状をなし、前記第２の
切り欠きの位置を前記第２の配線が通る圧電デバイス。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか１項に記載された圧電デバイスにおいて、
　前記第１の凸部は、前記第１の接続部と前記振動部の間に形成され、
　前記第２の凸部は、前記第２の接続部と前記振動部の間に形成されている圧電デバイス
。
【請求項６】
　請求項３または４に記載された圧電デバイスにおいて、
　前記圧電振動片は、前記第１の面を、前記第１の半導体チップの前記第１の電極が形成
された面に対向させて配置され、
　前記第１の接続部が前記第１の電極に対向して配置されている圧電デバイス。
【請求項７】
　請求項６に記載された圧電デバイスにおいて、
　前記圧電振動片は、前記第２の面を、前記第２の半導体チップの前記第２の電極が形成
された面に対向させて配置され、
　前記第２の接続部が前記第２の電極に対向して配置されている圧電デバイス。
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